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1. BGA 수리용 장비를 이용하여 BGA CHIP 을 PCB 에서 탈착한다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BGA CHIP 에 남아있는 납을 인두기와 SOLDER WICK 을 사용 하여 깨끗하게 제거한다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BGA CHIP 을 세척 한 후 후락스를 붓을 이용하여 조금만 골고루 바른다. 

 수납땜 및 REWORK 기술관련 전문사이트(www.bgakorea.com) 



고주파인두기, SMD/BGA수리용장비 전문업체  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. BGA CHIP 을 FIXTURE 하부 위에 정확히 올리고 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. FIXTURE 상부를 덮어준다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SOLDER BALL 을 FIXTURE 위에 적당히 뿌린 다음 구멍에 BALL 이 하나 씩 들어갔는지  

확인하고 나머지 BALL 은 빼내준다.  

 

 

 

 수납땜 및 REWORK 기술관련 전문사이트(www.bgakorea.com) 



고주파인두기, SMD/BGA수리용장비 전문업체  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. FIXTURE 를 HOT PLATE 에 올려놓는다. 240℃에 4 분 정도 가열을 한다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 열을 가한 FIXTURE 를 COOLING PLATE 에 식혀서 CHIP 을 불리 한다. 
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BGA 부품의 수리용도로 PCB에 납땜된 부품을 탈착후 부품에 볼을  

다시 납땜하는 공정으로 부품외형수리 라고 볼 수 있다. 

여기서 중요한 점은 모든 부품이 100%가능한게 아니고 팝콘 현상이  

있는 제품은 전혀 작업이 불가능하며 숙련도에 따라 성공률이 달라지며  

0.5Φ이하는 작업성이 많이 떨어진다. 

 

* 작업상 기술문제는 아래의 연락처로 문의바랍니다. 

 

 

 

 

 

 

 

경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지 23 동 116 호 

TEL:031-479-5890   FAX:031-479-5891 

E-mail : bga@korea.com 

담당자 : 부장 유 영 수          H.P :011-9940-7037 

 


